
微細モールド(金型) 転写サービス

種類 材料・用途

Ｓｉ（シリコン）
加工性が高く、マスターや試作に最適。

Ｎｉ（ニッケル）
強度に優れ、取り扱いが容易。

石英（ガラス）
UV転写用、熱インプリントでも使用可能。

樹脂（ＰＤＭＳ他）
レプリカとして使用。

Ｎｉ（ニッケル）
ロール形状にも対応可能。
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Ｓｉ・石英・Ｎｉと各種用途に合わせた、
微細モールド(金型)を提供します。

熱可塑性樹脂を転写することにより、
微細かつ、高アスペクト比の構造体を
短時間・低コストで作成することがで
きます。光デバイス、磁気デバイスな
ど様々なデバイスへの転用が可能です。

材質：PMMA、COC、COP、PC、PET、etc.

大面積への転写性、プロセス速度に優
位性があり、半導体プロセスの代替技
術として注目されています。

材質：UV硬化樹脂

射出成型は、量産性に優れ製品の低コ
スト化を実現いたします。また、PP系
樹脂は、転写性も優れており、0.3μm
～100μmの凹凸形状を忠実に転写でき
ます。透明性・耐熱性も良好で、バイ
オ系チップや光学デバイスに最適です。

材質：PP系樹脂

モールド レプリカ(複製)加工 モールド洗浄サービス 技術コンサルティング

モールドは非常に高額なものであり、傷つ
いてしまえば使用することができなくなっ
てしまいます。
NIL技術を利用してモールドのレプリカ（複
製）を作製するサービスです。

NILで使用したモールドの洗浄を行います。
付着物に合わせた洗浄方法を選定し、
転写不具合を解決します。

シンガポール物質材料工学研究所
A★STAR(IMRE)との技術提携により、NIL
の技術コンサルティングを提供します。
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お問合せ窓口：

URL:http://www.kyodo-inc.co.jp/
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詳細は弊社ホームページをご覧ください。
http://www.kyodo-inc.co.jp/electronics/nil/try.html
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離型不良による樹脂詰まり、欠損
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